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I RESUMEN

1. RESUMEN.

Uno de los principales problemas en la actualidad, es que. debido a la
contaminacion atmosférica, ¢! medio ambiente que nos rodea es cada vez mas

agresivo para todas las estructuras metdlicas, 1o cual provoca una disminucion en la

vida util de este tipo de cstructuras. Ante esto se requicre de métodos mas cficaces
que los actuales para controlar la corrosion.

Un proceso por demas innovador y prometedor, es la depositacion de
peliculas poliméricas por medio de plasma a bajas temperaturas. Por medio de este
sistema. que es limpio para el medio ambiente  pucsto que no utiliza solventes, se
obticnen peliculas polimdricas de afto grado de entrecruzamicnto con espesores
sorprendentemente bajos (imcnores a 1000 A).

Debido a que estos recubrimientos son relativamente nuevos, se requiere
probar su resistencia o medios mas agresivos, como ¢es el caso del agua de mar. La
impedancia ¢lectroquimica ha probado ser una téenica adecuada para poder evaluar
1Ia calidad y las diferentes ctapas de degradacion de un recubrimiento organico
expuesto a un cleetrdlito,  ya que nos proporciona parametros tales como la
capacitancia del recubrimiento (Co). la resistencia del recubrimiento (R(), la
resistencia de poro (Rg,), la capacitancia de ta doble capa (Cg.) y la resistencia a ja
transferencia de carga (R). que nos proveen de la informacién mecanistica de la

evolucion del sistema.
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2. ABSTRACT.

Onec of the main problems at present. is that, due to air pollution our
cenvironment has become more aggressive for all kind of metal structures. producing
a decrecase in their period of utility. Betore this problem, more efficient methods are
required in order to control corrosion.

An innovative and promising process is to deposit polymer films over those
structures using plasima at low temperatures. Through this system, harmless and
clean for the environment since it does not use solvents, we obtain polymer films of
high degree of crosslink and surprisingly thin (less than 1000 A).

Since those coatings are relatively new. it’s necessary 1o test resistance to
more aggressive cnvironments such as sea wiater. E1S has proved itselt” as to be a
proper technique to cvaluate guality and the different stages of degradation of an
organic coating cxposed 1o an clectrolyte, since it gives us certain parameters such
as the coating capacitance (C.), the coating resistance (R,). the pore resistance (Rpo),
the double layer capacitance (Cg:) and the charge-transfer resistance (Rg), which

provide us of the information about the mechanistic evolution of the system.
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3. MARCO TEORICO.

3.1. RECUBRIMIENTOS.

En la practica, la mayoria de las estructuras metilicas estan dischiiadas para
soportar grandes cargas, esfuerzos 6 presiones. Cuando se realiza el disefio de una
picza en particular, existe un problema muy grande para poder determinar que
material debe ser utilizado. £ste problema es la cuestion econdmica debido a que
materiales muy caros puceden aportar todas las caracteristicas de durabilidad a la

picza, pero esto las hace inaccesibles para su consumo.

Debido a esto el principal matcerial de construccion es el acero. pucsto que
dste proporciona las caracteristicas mecanicas necesarias para su uso, pero presenia
problemas en cuestion de resistencia a la corrosion, por lo que en la mayoria de los
casos sc debe proteger de algun modo. Uno de los métodos mas utilizados para

proteger af acero es ¢l uso de recubrimientos.

Existen diferentes  tipos de recubrimientos: organicos, inorganicos y
metalicos. los cuales se emplean con diferentes fines, entre los cuales estan:
1. - Cambio de apariencia.
2. - Aumento en la resistencia a la crosion.

3. - Aumento en la resistencia a la corrosion.
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4. - Cambio en las propiedades clectronicas superficiales.
5. - Aumento en la resistencia a la friccion.
6. - Disminucion cn la porosidad.
7. - Cambio en la rugosidad.
Las propicdades del tema recubrimiento - metal deben ser controladas

dentro de limites especificos para asegurar que todos los requerimientos ingenieriles

del sistema scan satisfechos v provean un optimo desempeno en cualquier
aplicacion. Eo la figura 3.1 sc¢ muestran las propicdades a ser controtadas en cada

una de las capas del sistema .

.os recubrimientos orgdnicos que se utilizan normalmente para proteger las
csiructuras metalicas representan una barrera fisica poara ¢l transporie de agentes
oxidantes (oxigeno y agua) y lo mas importante es que disminuyen cl transporte

cléctrico entre las zonas anodicas y catodicas de la superficie metdlica.
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® Rugosidad ® Erosion
® Corrosion / Oxidacion ® Porosidad
® Propicdades clectrénicas

Esfuerzo residual ® Cohesion
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Figura 3.1. Propiedades del sistema metal — recubrimiento.
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3.2. DEPOSITO POR PLASMA.

L.a téenica de depésito de peliculas organicas ¢ inorgdnicas por medio de
plasima comenzé a finales de los anos sctenta. Las aplicaciones industriales de este

tipo de peliculas son variadas, tales como:

Membranas para intercambio idnico, perimeabilidad sclectiva para gases y
soluciones, aplicaciones biomédicas para la compatibilidad de tejidos biologicos asi
como para tabletas mdédicas de difusion retardada y en optica como recubrimiento

para lentes y fibras, entre otros usos.

El proceso de deposito por plasma de peliculas poliméricas ha cobrado gran
interés en fos altimos anos debido a que con ésta técnica se pueden obtener peliculas
organicas homogéneas que exhiben alta integridad, extremadamente delgadas
(menares a 1000 A) y libres de defectos v poros. Otras caracteristicas comunes son
el alto grado de entrecruzamienta. baja solubilidad. alta adherencia con el substrato

(=2000 N) y alta resistencia a la abrasion y al desgaste 3,

El proceso es limpio para ¢) medio ambiente puesto que no utiliza solventes,
Otra ventaja del proceso de deposito s fa habilidad de limpiar el substrato, depositar
la pelicula ¥ realizar el tratamiento posterior de la misma, todo en un mismo reactor

(Figura 3.2). Mediante este proceso se han obtenido densidades del polimero
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mayores a las aplicadas por métodos con:'cnciunulcs. ademas dc; conscguir un valor
de la constante dicléctrica muy bajo (1.6 - 2.2).

Los mecanismos de reaccion y deposito no han sido completamente
comprendidos dado que envuelven un gran nimero de reacciones tanto homogéneas
como heterogéncas . Existen evidencias experimentales que sugiceren que los
radicales libres son las especies primarias que propagan el crecimiento de cadenas
tanto en la fasc gascosa como cn la superficie de la capa depositada. Estas cspecies
son {ormadas en Ja fasc gascosa via la colision de clectrones libres con inoléculas
del monémero y también son formadas en ia superficie de la pelicula polimérica en
crecimiento a teaveés del impacto de jones y clectrones. Adicionalmente, los radicates
tibres de la superticie son producidos por adsorcion de los radicales libres formados
en la fase gascosa. El subsccucnte crecimicento de la pelicula polimérica tiene lugar
por la interaccion de los radicales libres de la superficie con los radicales libres de la

fase gaseosa (mondmero imsaturado).
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Entrada del mondmero

Base rotatoria
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Figura 3.2. Visia lateral del reactor R.F. utilizado para depositar las peliculas de HMDSO.
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3.3. IMPEDANCIA ELECTROQUIMICA.

Los recubrimicntos orgidnicos presentan por lo general una resistencia
cléctrica alin por lo que la téenica de Espectroscopia de Impedancia Electroquimica
(EIS) es Ia mds adecuada para poder seguir las ctapas de corrosion de un sistema

P s
metal - recubrimicnto

La investigacion de recubrimicntos con la técnica EIS consiste en utilizar una
sefal de potencial CA de amplitud pequeiia para perturbar al sistema clectroquimico.
La senal que sc aplica tiene una amplitud caracteristica (5 a 30 mV) la cual se emite

s tipicamente entre | mHz y 100 kFlz ya que la

en un intervale de frecuenci
informacion mis relevante de la reaccion de corrosion ocurre en este rango. Ef

1 fluctuacion de potencial y de corrienie, ¢sto

sistema clectroquimico produce ur
como respuesta a la perturbacion impuesta al sistema. La respuesta eléctrica del
recubrimicnto a la frecuencia es representada convencionalmente en términos de la
impedancia electroquimica:

Z(wW) = Z2°(w) - jZ2 (W)

La impedancia Z, se obtiene mediante la medicion de la magnitud y angulo de
fase relativos al voltaje ¥y a la corriente. Para poder reatizar esta medicion ¢l
substrato metalico es colocado ¢n una celda electroquimica la cual contience un

clectrolito acuoso (agua de mar, agua de Huvia, cte.). un electrodo de referencia
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{(Ag/ClAg o Calomel) ¥ un contraclectrodo (Ni, Accro inoxidable, Pt, Au o grafito).

A cste tipo de celda se le llama de tres electrodos (Figura 3.3).

Figura 3.3. Celda electroquimica.

E! cambio de¢ los paramectros relacionados con la impedancia permite la
determinacion de las propiedades del recubrimiento y fa influencia del electrolito en
cstas propicdades. Ios cambios en la capacitancia estin relacionados con la entrada
de agua al recubrimiento, micatras que los cambios en la resistencia del

recubrimiento se relacionan con la penetracion de especies idnicas del electrélito.
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La forma mas frecuente de representar la respuesta del sistema es mediante
un diagrama de Nyquist. en ¢l cual se tiene ¢l componente real (resistencia) y la
componente imaginaria (capacitancia) de la respuesta de impedancia, 27y 2
respectivamente. La figura 3.4 mucestra un diagrama de Nyquist ideal para un metal
recubierto. El limite a altas frecuencias representa la resistencia éhmica del
clectrélito Re: esta sc encuentra en el lado izquierdo del diagrama. A bajas
frecuencias se pueden encontrar dos semicirculos, uno que representa la resistencia y
capacitancia del recubrimiento R ¥ C. » otro semicirculo en ¢l cual la resistencia a
la ransferencia de carga y la capacitancia de la doble capa R y Cgy., representan la
reaccion de corrosion en la intercara metal-electrolito. A mais bajas frecuencias,
algunas veces puede ser observada una linca recta con una pendiente de 45°, 1a cual
esta relacionada con la resistencia de transferencia de masa Z,.. que en nuestro caso

se debe a Ia difusion del oxigeno a traves del recubrimiento.
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4. ANALISIS DE L.OS DATOS DFE EIS.

Debido al comportamicnto  cléctrico v clectroquimico del sistema bajo

estudio, este pucde ser modelado como un arreglo de componenies eléctricos, tales

como: resistencias, capacitores ¢ inductore:

Un modelo con la combinacion apropiada de resistencias y capacitores,
incluyendo su namero. debe producir una respuesta en impedancia en funcién de la

frecuencia shimilar a la registrada en ¢l expertmento de EIS.

El modcelado de cualquicr sistema clectroquimico s complicado: ¢l caso de

los mctales recubiertos representan ¢l extremo de complejidad .

Hay varios modelos  que  s¢e pucden  util para  representar el
comportamiento de un recubrimiento. I modelo de circuito eléctrico equivalente

mais general se muestra en ta figura 3.5,

v C son la resistencia y

capacitancia del recubrimiento, R ¢s la resistencia a la transtercncia de carga, que
es inversamente proporcional a la velocidad de corrosion, C,. es la capacitancia de la
doble capa en la intercara clectrodo-clectrolito y Z es una impedancia debida a Ja

difusion de reactivos hacia la superficie del electrodo.



: “”'“‘—}} 3. MARCO TEORICO

Fipura 3.5, Modelo del circuito cléctrico equivalente para metales recubienos.

Durante la vida del recubrimiento, ¢l modelo del circuito cléctrico
cquivaiente cambia debido a procesos tales como la penetracion de humedad, el

inicio de la corrosion y el rompimiento del recubrimicnto.

ldealmente, en un recubritniento orgdnico nuevo de gran calidad y sin
detectos, R, Cue. Ry Zo no estan presentes en el modelo. La impedancia esperada

como respuesta es aquella dada por un capacitor dieléctrico C,, dando una respuesta

a la frecuencia:

Ze=-j/ oC,

La cual no presenta el componente real de la impedancia (Z°).
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La inspeccion por medio de EIS de un substrato metalico con un buen

recubrimiento muestra una alta resistencia eléctrica (Re > 1x10* Ohms.cm?) y una

capacitancia pequenia (C, < Ix107 ). por Ias propicdades dieléctricas  del

reeubrimicnto protector. Debido a que ¢l substrato no ha sido expuesto a clementos
corrosivos como e} oxigeno y sales. la corrosion no ocurre bajo ¢l recubrimiento y

las propiedades del substrato no pueden ser medidas. Si el recubrimiento es

sometido a un clectrolito por inmersion, nicbla salina, o exposicion atmosférica, este
eventualmente permcara a través del recubrimiento reduciendo el valor de R, ¢
incrementando C.. El cambio en estos pariametros  estd  relacionado con la
permeabilidad ionica del recubrimiento e indica que ¢l recubrimiento se esta
degradando ‘. Como cl clectrdlite y ¢! oxigeno pueden penctrar hasta cl substrato
metalico se puede iniciar Ia corrosion de d¢ste. En este punto pueden medirse la
resistencia de transierencia de carga R v la capacitancia de {a doble capa Cy, las
cuafes son propiedades relacionadas con la velocidad de corrosion. Cuando el

proceso de corrosian esti controlado por la ditusion del oxigeno disuelto, aparece un

clemento adicional conocido como impedancia de Warburg, Z,,
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3.5. INTERPRETACION DE DIAGRAMAS DE NYQUIST.

La interpretacion de los diagramas de Nyquist para un substrato metalico

recubierto puede ser commplicada, particularmente cuando el rccgbrimicnlo presenta
pequeios detectos 1 Como se ha visto. ¢l diagrama de Nyquist de un recubrimiento
detectuoso puede presentar dos semicirculos. uno a altas frecuencias, ¢l cual es la
respucsta del recubrimivnto y otro a bajas frecuencias, que es la respuesta de la celda
de corrosion tormada en ¢l defecto. Sin embargo, a veces la respucsta del sistema
solamente presenta un solo semicirculo. 1 origen de éste semicirculo en ciertas
ocasiones os dificil de confirmar, particularmente cuando 1., s¢ c¢ncuentra en

{recuencias intermedias.

sten tres situaciones en 1as cuales se puede presentar un semicirculo en un
! diagrama de Nyquist.
2 ¥q

1. - La respuesta a la constante de ticmpo, R C,, 1a cual representa el deterioro

del recubrimicnto antes de la corrosion bajo éste
2. - La respuesia a la constante de tiempo. R,,,C, la cual responde al caso de

poros microscopicos del recubrimiento llenos de electrolito de baja conductividad,

que llega hasta la superficie metalica sin producir corrosion.

3. - La respuesta a la constante de tiempo R Cy. debida a la corrosion en la

base del poro lleno de clectrolito de alta conductividad.

"
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Por tal motivo se deben utilizar diferentes técenicas para diferenciar entre Ja
respuesta debida al recubrimiento y La debida al proceso de corrosion.

[. - Cuando un scmicirculo en el diagrama de Nyquist estda asociado con una
celda de corrosion, un incremento en la amplitud del voltaje de perturbacion produce
una disminucion en la resistencia a la transferencia de carga, lo cual se obscerva
como una reduccion en el diametro del semicirculo (Figura 3.6).

2. - Cuando la respuesta en ef diagrama de Nyquist es debida a la constante de
tiempo, R,,.C,, repetidas perturbaciones causan que Ry, se incremente, dado gquce los
productos de corrosion bloquean al poro o defecto.

3. - La respucesta debida al recubrimicento. R.C.. no ¢s afectada de ninguna

forma por ¢l voltaje de perturbacion.
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Figura 3.6. Diagrama de Nyquist para acero donde se observa ¢l comportamicento de transferencia

de carga con respecto a la amptitud de la seial.
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4. TECNICA EXPERIMENTAL.

Las prucbas de impedancia ¢lectroquimica se realizaron al recubrimicento
polimérico Hexametildisiloxano (HMDSO), ¢l cual se deposito en placas de acero

1010 por medio de fa técnica de plasma en la Universidad de Cincinnati.

La preparacion del accro comienza decapandolo, para lo cual se utiliza un
baito dcido (Parco Cleaner 338) a 60 © C por dos minutos. posteriormente se elimina
con agua el exceso de sotucion vy se secn con nitrogeno.

Bl paso siguiente es colocar las prabetas de acero dentro del reactor, donde se
timpian con plasma de argon por 10 minutos, para despuds realizar el depésito de la
pelicula de HHMDSO, a una velocidad de 40A por minuto. Para mayor informacion de la

téenica de preparacion de las muestras ¥ los parimetros del deposito, consulte fa Tesis de Maestria

de Pablo Ivan Rosales. 1998,

Las aminas empleadas cuentan con diferentes espesores de pelicula. El
espesor se encuentra en el intervalo que va de 250 a 4000 A. Cada una de tas placas
se utilizo como electrodo de trabajo en la celda plana de 1a marca EG&G Princeton,
que  fue utilizada para realizar las pruebas dec KIS, Esta cuenta con un

contraelectrodo de platino (en fonma de  malla) y un electrodo de referencia de

Ag/AgCl (Figura 4.1) y se empled como electrolito una solucion de NaCt al 3%.

22



anualizador de respucsta en  frecuencia

Las prucbas de impedancia c¢lectroquimica se realizaron con un equipo

marca AutoAC de la compaiiia ACM

utilizando los siguientes parametros.

t.

2.

[

Frecuencia inicial 10 kidz,
Frecuencia final 0.01 Hz.

10 puntos por década.

Area del electrodo de trabajo lem®.
Amplitud 10 mV.

Amplitud 530 mV. PPara la técnica de control por transferencia de carga.



Instruments
Auto AC

n EgGa&G
<> PARC
FLAT CELL

Figura 4.1. Esquema del cquipo y conexiones para el experimento EIS.




4.1. PROCEDIMIENTO.

1. - Colocar la lamina de acero con recubrimiento en ¢l porta - electrodo.
2. - Llenar la celda con el electrolito (agua de mar sintética), teniendo cuidado

de cubrir toda la superficie del clectrodo de trabajo.

3. - Esperar 20 minutos para que sc estabilice ¢l sistema. Este instante se toma

como tiempo inicial.

4. - Conectar el clectrodo de trabajo. el contraclectrodo v el clectrodo de
referencia al equipo AutoAC.

5. - Fijar los pariunetros det equipo AutoAC.

6. - Poncer nombre al archivo.

7. - Comenzar la prueba encendiendo el equipo AutoAC y scleccionando el
icono *Run’ del mend de la pantalla principal.

8. - Para las prucbas a diferente tiempo se repiten los pasos 4 al 7.
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4. TECNICA EXPERIMENTAL

Rt

4.2. ASPECTOS DEL SOFTWARE DEL EQUIPO DE IMPEDANCIA

El equipo de impedancia AutoAC sc controla por medio de un software, en cl
cual sc establecen las condiciones de prucba. La pantalla principal se muestra en la

figura 4.2.

Aqui se fijan las condiciones de trabajo, las cuales son: frecucncia de inicio,
frecuencia final, amplitud de la sefial, los puntos por prueba, el area del clectrodo de

i trabajo. ¢l niimero de prucbas y el potencial en ei cual se realizara fa prueba.

La unidad de disco, el directorio y ¢l nombre del archivo sc fijan para

o reccuperar los datos de la prueba realizada.
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S EXPERIM

S. RESULTADOS EXPERIMENTALES.

Los resultados experimentales de impedancia clectroquimica se representan

utilizando el diagrama de Nyquist.

En las grificas sc presentan, para diferentes tiempos. los resultados

experimentales, la simulacion de éstos (Jas cuales se obtuvicron utilizando el
programa de simulacion propucesto por Bernard A. Boukamp) y los valores de cada

uno de los pardmetros para el modelo de circuito equivalente propuesto.

Posteriormente se presentan fotografias de la superficie del recubrimiento

lucgo de ser expuestas al clectrélito: asi mismo se¢ muestran fotografias del

recubrimiento ¢n probetas de acero pulido y sin pulir sometidas a cobrizado.
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Figura 5.1. Fotogralia que muestra las zonas atacadas por ¢l clectrolito despudés de

116 horas de inmersién.
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5. RESULTADOS EXPERIMENTALES
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Figura 5.3. Fotografia del depdsito de Cu sobre ta probeta de 4000 A pulida.
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6. ANALISIS DE RESULTADOS

6. ANALISIS DE RESULTADOS.

LEn la grafica | se presenta el diagrama de Nyquist para muestras de acero con
diferentes espesores. Independientamente del espesor, ¢l diagrama de impedancia
presenta un unico semicirculo, el cual varia solo en su diametro. Bl diamciro del
semicirculo ¢s una medida de la respuesta de la peticula polimérica. Con base ¢n lo

anterior los recubrimientos de mayor espesor deberian presentar semicirculos de

mayor didmetro, sin embargo, €sto no ocurre en ¢l caso estudindo.

En la grafica 2

2 se presenta la influencia del ticmpo de inmersion sobre la
pelicula polimérica de 600 A de espesor. Como pucde observarse, el recubrimiento

sc degrada en apenas 5 h. Esto se comprueba con los valores presentados del circuito

cquivalente, donde ¢l valor de C,y. aumenta v cl valor de R disminuye con el

ticmpo.

En la grafica 3 se presenta el clecto det tiempo de inmersion, pero en una
pelicula de mayor espesor (1600 A). Pucde obscrvarse que el deterioro se reduce en
cl tiempo, alcanzando 116 h. a partir de las cuales ¢l recubrimiento se pucde

=

considerar muy dafiado, como se mucstra en la fipura 3.1 que es una fotografia de la

probeta después de 116 h de inmersién. LLas zonas oscuras representan herrumbre.
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6, ANALISIS DE_RESULTADOS

Cabe senalar que los valores de impedancia obtenidos corresponden, en el
mejor de los casos. a valores alrededor de 20.000 Ohms.cm®, cuando esta
demostrado que un buaen recubrimicnto presenta valores iniciales de impedancia del
orden del Mecgaohm. Los bajos valores de impedancin parecen sugerir que el
recubrimicnto polimdérico podrin ser de naturaleza porosa, presentando muchos

defectos.

Dado que Ia respuesta del sistema presenta un dnico semicirculo. es de
importancia conocer c¢l origen de éste, para lo cual ¢n las griaficas 4, 5 y 6 se
presenta el efecto del potencial de perturbacion en la respuesta de impedancia con
respecto al ticmpo. que como puede observarse. es totalmente dependiente del
potencial de perturbacion, por lo que puede inferirse que la impedancia obtenida
corresponde al proceso de transferencia de carga. como se ha sefialado anteriormente
(Pagina 20). Cabe sepalar que en las grificas 5 v 6 el efecto es relativamente
pequefio, esto pucede deberse a2 la superficie metilica que en un momento se

encontraba desnuda y que se protege con los productos de corrosion.

Para demostrar la naturaleza porosa del recubrimiento, se han sumergido unas
probetas en una solucién de sulfato de cobre { M, que permite revelar la presencia
de poros debido a los aepositos de cobre formados en los mismos. Como se observa

en las figuras 5.2 y 5.3 la presencia de¢ particulas de cobre ¢s manifiesta. El analisis
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6. ANALISIS DE RESULTADOS

— e
por medio del microscopio electronico de barrido permitié comprobar la naturalcza

de los depésitos y la composicion de las particulas.

Elemento % Peso | % Atdmico
Si 0.45 0.99
S 0.86 1.67
Fe 2.00 2.24
Cu 96.70 95.1

Tabla 1. Resultados del anatisis de las particulas de cobre depositadas por inmersién en sulfato de

cobre

Una vez comprobada la porosidad de los recubrimientos poliméricos, hubo

que investigar .si ¢ésta provenia de {a propia pelicula o del procedimiento de

preparacion de superticie. Para demostrar (o anterior se obtuvieron los diagramas de

impedancia sobre probetas cuyos substratos fueron pulidos a espejo. En la grifica 7

s¢ presentan los resultados de un substrato sin pulir y los de un substrato pulido, los

cuales tienen ¢l mismo espesor de pelicula (4000 A), comprobindose un marcado

efecto de la rugosidad del substrato sobre la porosidad del recubrimiento.
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7. CONCLUSIONES.

1. - Independientemente del espesor., las peliculas de HDMSO sobre substrato

de acero presentan porosidad,

2. - Parece quedar de manifiesto que dicha porosidad podria provenir de 1a

rugosidad del substrato y no de la naturalcza de 1a pelicula.

3. - La téenica E1S ha permitido estudiar y seguir el proceso de deterioro de las

pcliculas poliméricas.

4. - Dada la rapidez de respuesta de la téenica de EIS, ésta podria utilizarse

como herramienta de control de calidad y para mejorar las propiedades protectoras

de dichas peliculas.

5. — El proceso de deposito de peliculas de HMDSO con plasma bajo las

condiciones utilizadas en este trabajo no parece recomendable.
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8._APENDICE A

8. APENDICE A.

8.1. RUIDO ELECTROQUIMICO.

El ruido clectroquimico s una téenica en la cual se miden f{luctuaciones
pequceiias de corriente y potencial de un sistema determinado al valor del potencial
de corrosion. El principal beneficio de esta técnica es que no perturba al sistema de

ningn modo y s¢ observa s6lo ¢l comportamiento natural de este.

Con esta téenica se pucde determinar si ¢l tipo de corrosion es del tipo

localizado, por picaduras o generalizado

En el presente trabajo se realizaron prucbas de ruido clectroquimico para
corroborar jos resultados obtenidos en impedancia. Se trabajo con la probeta que
tenia un espesor de pelicula de 692.4 Ay con acero sin recubrir, con et fin de

proponer un modelo del deterioro del recubrimicnto orgdnico.

Con los resultados obtenidos que se presentan en las grificas Al ala Al2 no
se pucde obtener ninguna relacién entre ¢l comportamiento de la probeta con
recubrimicento y la probeta sin recubrir, por 10 que en este caso la técnica de ruido no
resulto ser una herramienta Gtil para ¢l seguimiento del comportamicnto de este

recubrimiento organico.
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